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Bescheinigung 



Die Siemens Aktiengesellschaft in Munchen/Deutschland hat eine Patentanmel- 
dung.unterder Bezeichnung 

"Vorrichtung zum Laserbearbeiten von Werkstiicken" 




am 



13. Juli 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. 



Die angehetteten Stucke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprtingli- 
chen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorlaufig die Symbole 
B 23 K und H 05 K der International Patentklassifikation erhalten. 




Aktenzeichen: 198 31 343.8 



Munchen, den 6. AugUst 1999 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Der President 
Im Auftrag , 



Waasmaier 
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Beschreibung 

Vorrichtung zum Laserbearbeiten von Werkstiicken 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Laserbe- 
arbeiten von Werkstiicken mit einander diametral gegeniiberlie- 
genden Bearbeitungsf lachen . 

Bei der Herstellung von feinen Oberf lachenstrukturen z.B. bei 
Leiterplatten ist es bekannt, Leit- oder Deckschichten mit- 
tels eines Laserstrahls mit hoher Genauigkeit zu strukturie- 
ren. Bei doppelseitig kaschierten Leiterplatten muB die Lei- 
terplatte gewendet und zum zweiten Mai in den Arbeitsbereich 
der Lasereinheit gebracht werden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Bearbeitungsge- 
nauigkeit zu erhohen und die Bearbeitungsdauer zu verkurzen. 

Diese Aufgabe wird durch die Erfindung gemafi Anspruch 1 ge- 
lost. Da die beiden Lasereinheiten unabhangig voneinander 
steuerbar sind, konnen auf beiden Seiten unterschiedliche Mu- 
ster erzeugt werden, ohne die Leiterplatte verfahren zu mus- 
sen, wodurch sich die Bearbeitungsdauer halbiert. Aufierdem 
entfallt der Umwend-, Wechsel- und Justierauf wand zur Bear- 
beitung der zweiten Leiterplattenseite . Die Position des 
Werkstucks mufi nur einmal erfaJit werden. Die beiden Laserein- 
heiten konnen derart vorjustiert werden, daft die Bearbei- 
tungsbilder zu beiden Seiten der Leiterplatte ohne Differen- 
zen zur Deckung gelangen. 

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 2 konnen ohne die Ver- 
wendung von Masken unterschiedliche Strukturen auf beiden 
Seiten der Leiterplatte erzeugt werden. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung 
dargestellten Ausf ilhrungsbeispieles naher erlautert. Die dar- 
gestellte Figur 1 zeigt in einer schematisierten Seitenan- 
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sicht einen Tragrahmen 1 mit zwei Lasereinheiten 2, einem als 
Leiterplatte ausgebildeten Werkstiick 3 und einem als lineare 
Transporteinrichtung ausgebildeten beweglichen Trager 4, des- 
sen Transportrichtung senkrecht zur Bildebene verlauft. 

5 

Die Lasereinheit 2 besteht aus einem Laserstrahlerzeuger 5 
und einer Umlenkeinrichtung 6, durch die der Laserstrahl in 
zwei Koordinatenrichtungen derart auslenkbar ist, daft er je- 
weils senkrecht zur Werkstiickoberf lache gerichtet ist. Die 

10 beiden Lasereinheiten 2 sind oberhalb und unterhalb des Werk- 
stiicks 3 derart angeordnet, daft ihre abgehenden Strahlen ein- 
ander entgegengesetzt gerichtet sind. Beide Oberflachen des 
Werkstiicks 3 erfassen. Diese konnen nun gleichzeitig bearbei- 
tet werden und danach durch den beweglichen Trager 4 soweit 

15 verfahren werden, daft ein anderer Bearbeitungsbereich der 

Leiterplatte in den Strahlungsbereich der Lasereinheit 2 ge- 
langt oder bis das Werkstiick 3 den Laserbereich verlassen 
hat. 

20 Das Werkstiick 3 kann zum Beispiel als normale Leiterplatte 
ausgebildet sein, bei der einzelne Bereiche besonders fein 
strukturiert werden mussen. Es ist aber auch moglich, anstel- 
le der Leiterplatte beispielsweise eine Leiterfolie zu ver- 
wenden und diese zwischen den beiden Umlenkeinrichtungen 6 

25 schrittweise hindurchzuziehen . Die Werkstiicke 3 konnen auch 
z.B. als relativ kleine Chiptrager ausgebildet sein und in 
einer Vielzahl von Aufnahmen eines Werkstiicktragers fixiert 
sein, der mit entsprechenden Freimachungen zum Durchtritt der 
Laserstrahlen versehen ist. In diesem Falle erf aft t der Trager 

30 4 der Werkstiicktrager und fiihrt ihn so, daft die einzelnen 
Werkstiicke sukzessive in den Laserstrahlbereich gelangen. 
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Patentanspruche 

1. Vorrichtung zum Laserbearbeiten von Werkstlicken (3) mit 
einancier diametral gegenuberliegenden Bearbeitungsf lachen, 

5 insbesondere von beidseitig kaschierten plattenartigen Lei- 
terbahntragern, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Vorrichtung zwei gegeneinander gerichtete Laserein- 
heiten (2) aufweist, 
10 daB die Werkstiicke an einem beweglichen Trager (4) fixierbar 
sind und zwischen den beiden Lasereinheiten (2) plazierbar 
sind und 

dafl die beiden Lasereinheiten (2) gleichzeitig betreibbar 
sind. 

15 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die beiden Lasereinheiten mit einer internen Strahlablen- 
kung (z.B. 5) versehen sind, die den jeweils zu bearbeitenden 
20 Bereich des Werkstucks (3) iiberdeckt. 
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Z u s aitim e n f a s s u n g 

Vorrichtung zum Laserbearbeiten von Werkstiicken 

Das z.B. als Leiterplatte ausgebildeten Werkstucke (3) wird 
zwischen zwei Lasereinheiten (2) verfahren, deren austretende 
Laserstrahlen gegeneinander gerichtet sind. 

Dadurch konnen gleichzeitig zwei Seiten des Werkstiicks 3 mit 
kurzer Auf enthaltsdauer deckungsgleich bearbeitet werden. 



Figur 1 
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FIG 1 




